
教育部“春晖计划”科研项目启动经费

申    请    书

项 目 名 称：                       
申请人姓名：                       

单位（盖章）：   长春工业大学        
联 系 电 话：                        
传       真：                        
电 子 信 箱：                        
地       址： 长春市延安大街2055号 
邮       编：   130012              

教育部国际合作与交流司制表

年    月    日

一、简表

	申请人
	姓 名
	
	性 别
	
	出生日期
	

	
	从事专业
	
	专业技术职称
	
	最高学位
	

	国外合作者
	姓 名
	
	性 别
	
	出生日期
	

	
	从事专业
	
	专业技术职务
	
	最高学位
	

	
	学位授予国别
	
	毕业院校
	

	
	国 籍
	日本
	
	日本
	工作单位
	

	研究项目摘要
	项目名称
	

	
	研究类别
	基础（  ）    应用（  ）
	申请经费
	

	
	内容、意义和预期成果（摘要限300字以内）

 


二、项目立论依据

	研究项目所涉及科学领域、国内外研究现状、存在的问题




三、项目研究方案

	研究目标、研究内容及方法、技术线路和拟解决的关键技术与难题

 


四、研究基础

	1、与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩

 

	2、已具备的工作条件，尚缺少的工作条件




	3、申请者学历（自大学开始）和研究工作经历，近期已发表的与本项目相关的主要学术论文和获得学术奖励情况



	4、国外合作者学历（自大学开始）和研究工作经历，近期已发表的与本项目相关的主要学术论文和获得学术奖励情况




五、经费预算

	序号
	经费用途
	金额（万元）

	1
	购买搭建FPGA系统所需的电子器件
	2

	2
	电路版图制作费用
	1

	3
	研发人员费用
	2

	
	
	

	合计
	
	

	六、所在单位推荐意见

	负责人：      公章          年   月   日  


	七、主管部门意见

	主管部门推荐意见（如教育厅，各省“春晖计划”领导小组办公室等）

负责人：      公章          年   月   日  

	八、专家评审意见：

	专家评语及是否同意资助

组长签名：              年   月   日  

	九、审批意见：

	教育部国际司审批意见

 领导签章：              年   月   日  

	十、合作协议：

	双方合作协议（影印或复印件）  



	国外合作者签字
	（可以签在传真件上）

    月   日
	国内申请人签字
	      月   日
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１

